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1. はじめに

　本稿では，著者が 2015年に参加した学術講演会における
電子機器のサーマルマネージメントに関連する発表を分析
し，サーマルマネージメント研究の動向を調査した結果を
述べたいと思う。本稿の対象とした学術講演会は，エレク
トロニクス実装学会主催の ICEP-IAAC2015（2015年 4月
14日から 17日，京都テルサ）1)，日本伝熱学会主催の第 52
回日本伝熱シンポジウム（2015年 6月 3日から 5日，福
岡国際会議場）2)，アメリカ機械学会主催の InterPACK-
ICNMM2015（2015年 7月 6日から 9日，フェアモントホ
テル，サンフランシスコ，カリフォルニア，アメリカ合衆
国）3)，日本機械学会熱工学部門主催の熱工学コンファレン
ス 2015（2015年 10月 24日から 25日，大阪大学吹田キャ
ンパス）4)である。これらの学術講演会では，10件以上の
サーマルマネージメントに関する講演発表があり，企業の
研究者や技術者と大学関係者が活発な議論をもっていた。
上記以外のサーマルマネージメントに関する講演発表が 10
件未満の学術講演会は，本稿の分析対象としなかった。

2. 各講演会の特徴

　まず，各学術講演会の特徴を簡単に紹介したいと思う。
ICEPは，本エレクトロニクス実装学会が主催する国内で開
催される最大の電子機器実装に関する国際会議である。数
年に一度，IAAC (iMAPS All Asia Conference)と併催され，
2015年が併催の年であったため，2015年の ICEPは ICEP-
IAAC2015という名称になっている 1)。近年は国内外を問わ
ず論文投稿が増えており，サーマルマネージメントセッ
ションも常時 10件を超える発表が行われている。ここ数年
のサーマルマネージメントセッションの発表件数を見てみ
ると，ICEP2013では 3セッション 11件 5)，ICEP2014では
4セッション 15件 6)の発表があり，ICEP-IAAC2015では 3
セッション 12件の発表があった。iMAPSや台湾で毎年 10
月頃に開催される IMPACTとも協力関係を築いており，ア
メリカやアジア諸国の電子機器実装に関連する最新の話題
を，国内で入手できる講演会となっている。サーマルセッ

ションでは，近年国内で盛んに利用されるようになった過
渡熱抵抗測定装置の開発者が，毎年，最新の話題を提供し
てくれること 7)～9)も大きな特徴となっている。また，ICEP
で発表された論文は，IEEE Xploreに掲載されるため，全世
界に向けての情報発信になることも大きな特徴である。
　日本伝熱シンポジウムは，日本伝熱学会が主催し，年に
一度会員の大多数が参加する国内学術講演会である。熱に
関連するあらゆる研究発表があり，電子機器に特化した会
議ではない。会議の規模は，毎年 3日間にわたって開催さ
れ，10セッション程度がパラレルで進行する形をとる。講
演件数は 400件程度である。電子機器に特化した会議では
ないが，毎年，電子機器冷却に関連するセッションが設け
られ，最近では 4から 5セッションが電子機器冷却に関連
するものとなっている。日本伝熱シンポジウムにおける電
子機器冷却の議論は古く，10年以上前から盛んな議論が行
われてきた。近年は，エレクトロニクス実装学会サーマル
マネージメント研究会を中心に，情報交換が盛んになって
きており，実装学会のメンバーが日本伝熱シンポジウムに
参加している様子も会場で見受けられるようになってきた。
　InterPACKは，アメリカ機械学会が主催するエレクトロ
ニクス実装に関する国際会議で，IEEEが主催する ITherm
と交代で隔年開催されてきた学術講演会である。2015年
は，アメリカ機械学会主催のマイクロ・ナノチャネル系の
話題を取り扱う国際会議 ICNMMと併催となったため，
InterPACK-ICNMM2015という名前となっている。開催場
所は，サンフランシスコが多く，数年に一回，サンフラン
シスコ以外での開催となっているようである。講演件数
は，開催年によって変動が大きい印象を受ける。参加者
は，機械系の研究者・技術者が多いようで，講演内容も材
料力学に関連するものや伝熱工学に関連するものが大半を
占める。参加者の大半はアメリカからの参加者であるが，
日本機械学会のエレクトロニクス実装に関する RC研究分
科会と協力体制を築いており，日本からの参加者および講
演件数は全体の 1割から 2割を占める。
　上記 3つの学術講演会は，いずれもそれぞれの学会の会
員・非会員問わず，幅広い研究者・技術者からの発表がある。
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